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(54) VERFAHREN ZUM VERBINDEN EINER MEHRZAHL VON ELEMENTEN EINER LEITERPLATTE,
LEITERPLATTE SOWIE VERWENDUNG EINES DERARTIGEN VERFAHRENS

(57) Bei einem Verfahren zum Verbinden einer Mehrzahl
von Elementen (1, 4) bei einer Leiterplatte sind die
folgenden Schritte vorgesehen:
- Bereitstellen der miteinander zu verbindenden
Elemente (1, 4) einer Leiterplatte mit aufeinander
abgestimmten Konturen, 4 1 3
Anordnen der miteinander zu verbindenden \ /
Elemente (1, 4) in einer rdumlichen Nahebeziehung
an wenigstens einem Umfangsbereich (28, 29) mit \ /
zueinander ~ komplementéren Kontur unter
Einhaltung eines Abstands (3) zwischen den /
zueinander gewandten Umfangsbereichen (28, 29), -
und :
- mechanisches Verbinden, insbesondere Verkleben Flg- 1b
der zueinander gewandten Umfangsbereiche (28,
29) Uber wenigstens einen Teilbereich derselben zur -
Verbindung der miteinander zu verbindenden
Elemente (1, 4) der Leiterplatte.
Darlber hinaus wird eine aus einer Mehrzahl von
miteinander verbundenen Elementen hergestellte
Leiterplatte zur Verflgung gestellt, bei welcher
wenigstens zwei miteinander zu verbindende
Elemente (1, 4) der Leiterplatte an wenigstens
einem Umfangsbereich (28, 29) derselben unter
Einhaltung eines Abstands (3) miteinander
mechanisch verbunden, insbesondere verklebt sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Verbinden einer Mehrzahl
von Elementen einer Leiterplatte, auf eine Leiterplatte, welche aus einer Mehrzahl von mitein-
ander verbundenen Elementen besteht, sowie auf eine Verwendung eines derartigen Verfah-
rens zur Herstellung einer mehrteiligen Leiterplatte.

[0002] Im Zusammenhang mit der Herstellung von Leiterplatten ist es bekannt, eine Mehrzahl
von Leiterplatten bzw. Leiterplattenelementen auf einem gemeinsamen, plattenartigen Element
herzustellen, wobei derartige Leiterplatten Ublicherweise jeweils aus einer Mehrzahl von leiten-
den und isolierenden Schichten und/oder in einer derartigen Leiterplatte integrierten Bauteilen
bestehen. GemaR derart bekannten Herstellungsverfahren erfolgt ein im wesentlichen vollfla-
chiger Aufbau einer Mehrzahl von Leiterplatten auf dem gemeinsamen plattenartigen Element,
worauf nach Fertigstellung der Leiterplatten, diese voneinander getrennt werden. Hiebei weist
jede Leiterplatte an ihrem Umfangsrand und somit auerhalb eines ein tatséchliches Leiterplat-
tenelement bildenden, im wesentlichen zentralen Bereichs, in welchem die Strukturen zum
Aufbau der Leiterplatte und/oder elektronische Bauteile integriert sind, einen entsprechenden
Randbereich auf. Dieser Randbereich ist beispielsweise vorgesehen, um weitere Bearbeitungs-
schritte einer derartigen Leiterplatte, wie beispielsweise im Rahmen einer Bestickung mit an
wenigstens einer Oberflache festzulegenden Komponenten und/oder eines Einbaus in eine
elektrische oder elektronische Vorrichtung durchzufihren, um eine Handhabung und insbeson-
dere ein automatisches Ergreifen einer derartigen Leiterplatte im Rahmen nachfolgender Be-
bzw. Verarbeitungsschritte zu erméglichen. GemaR derzeit bekannten Verfahrensfiihrungen ist
somit davon auszugehen, dal® der fir den Rahmen bzw. Randbereich der Leiterplatte zur Ver-
fugung zu stellende Umfangsbereich ebenfalls aus Ublicherweise kostspieligem Material ent-
sprechend der Ublicherweise mehrlagigen Leiterplatte hergestellt wird. Ein derartiger Rand-
bzw. Umfangsbereich, welcher fur die Funktion der Leiterplatte im Hinblick auf einen Ublicher-
weise mehrlagigen Aufbau aus kostspieligen Materialien nicht erforderlich ist, fihrt jedoch zu
erhdhten Kosten einer derartigen Leiterplatte. Darlber hinaus werden im Rahmen von bekann-
ten Herstellungsverfahren von Leiterplatten zwischen einzelnen Leiterplattenelementen liegen-
de Bereiche bzw. Flachen des gemeinsamen plattenartigen Elements als Abfall verworfen, so
daf} auch in diesem Zusammenhang erhéhte Kosten flr die Herstellung der Leiterplatten bzw.
Leiterplattenelemente auflaufen.

[0003] Darlber hinaus ist es im Zusammenhang mit der Herstellung von Leiterplatten bei-
spielsweise bekannt, einzelne schadhafte Leiterplatten aus einem gemeinsamen plattenartigen
Element zu entfernen, falls diese im Verlauf von Tests bzw. Uberprifungen als schadhaft er-
kannt wurden, und anstelle von derartigen entfernten schadhaften Leiterplatten einzelne Leiter-
platten einzusetzen.

[0004] DarlUber hinaus sind Verfahren zum gemeinsamen Bearbeiten und Handhaben von
Leiterplatten bekannt, wonach in die Leiterplatten jeweils am gesamten Umfang umgebende
Rahmenelemente Ublicherweise mehrere Leiterplatten bzw. Leiterplattenelemente eingesetzt
und daran beispielsweise durch ein Verkleben festgelegt werden. Hiebei kann beispielsweise
auf die DE-A 196 00 928, die US-PS 4,689,103, die US-PS 5,044,615, die US-PS 5 866 852
oder die WO 2009/068741 verwiesen werden. Nachteilig bei diesen bekannten Verfahren zum
Einsetzen von Leiterplatten in ein die Leiterplatten jeweils vollstdndig umgebendes Rahmen-
element ist insbesondere die Tatsache, daf die fUr die Anordnung und Pre3passung der Leiter-
platten in dem Rahmenelement vorzusehenden Aufnahmedffnungen exakt an die Abmessun-
gen und Formen der einzusetzenden Leiterplatten unter Einhaltung geringer Fertigungstoleran-
zen angepalft werden muissen und dadurch eine ordnungsgemaie Positionierung und Festle-
gung beispielsweise mit Hilfe einer Verklebung an den Umfangsrandern der Ublicherweise eine
vergleichsweise geringe Dicke aufweisenden Leiterplatten und Rahmenelemente &auRerst
schwierig und aufwendig ist.

[0005] Darlber hinaus ist es bekannt, einzelne Leiterplatten aus einer Mehrzahl von Elemen-
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ten, welche beispielsweise entsprechend den obigen Ausfuhrungen hergestellt wurden, zu-
sammenzusetzen, wobei derartige Elemente beispielsweise in unterschiedlichen Verfahrens-
schritten bzw. Herstellungsverfahren hergestellt wurden.

[0006] Weiters es ist flir ein gemeinsames Bearbeiten von Leiterplatten bzw. Leiterplattenele-
menten bekannt, in einer Bearbeitungsstralle auf einer gemeinsamen Transportstrecke liegen-
de Leiterplattenelemente provisorisch miteinander zu verbinden, wie dies beispielsweise der
WO 03/005785 zu entnehmen ist, wobei nach erfolgter Bearbeitung derartiger in einer gemein-
samen Transportebene angeordneter mehrerer Leiterplattenelemente eine Trennung der mit-
einander verbundenen Leiterplatten bzw. Leiterplattenelemente vorgenommen wird.

[0007] Die Erfindung zielt darauf ab, die Probleme von bekannten Ausflhrungsformen insbe-
sondere im Zusammenhang mit einer paligenauen Verbindung mehrerer Leiterplattenelemente
zu verhindern bzw. zu minimieren. Insbesondere zielt die vorliegende Erfindung darauf ab, ein
Verfahren sowie eine Leiterplatte der eingangs genannten Art zur Verflgung zu stellen, bei
welchen eine Verbindung von wenigstens zwei Elementen zu einer gemeinsamen Leiterplatte
vereinfacht und unter Vermeidung von engen bzw. genauen Herstellungstoleranzen gunstiger-
weise weitestgehend automatisiert vorgenommen werden kann.

[0008] Zur Lésung dieser Aufgaben umfalt ein Verfahren zum Verbinden einer Mehrzahl von
Elementen einer Leiterplatte im wesentlichen die folgenden Schritte:

[0009] - Bereitstellen der miteinander zu verbindenden Elemente einer Leiterplatte mit aufein-
ander abgestimmten Konturen,

[0010] - Anordnen der miteinander zu verbindenden Elemente in einer rdumlichen Nahebezie-
hung an wenigstens einem Umfangsbereich mit zueinander komplementéren Kontur
unter Einhaltung eines Abstands zwischen den zueinander gewandten Umfangsberei-
chen, und

[0011] - mechanisches Verbinden, insbesondere Verkleben der zueinander gewandten Um-
fangsbereiche Uber wenigstens einen Teilbereich derselben zur Verbindung der mit-
einander zu verbindenden Elemente der Leiterplatte.

[0012] Dadurch, dal® nach einem Bereitstellen von miteinander zu verbindenden Elementen
einer Leiterplatte mit aufeinander abgestimmten Konturen die zu verbindenden Elemente unter
Einhaltung eines Abstands zwischen den zueinander gewandten und miteinander zu verbin-
denden Umfangsbereichen angeordnet und in weiterer Folge mechanisch verbunden, insbe-
sondere verklebt werden, wird sichergestellt, da® auch bei Einhaltung geringerer Herstellungs-
toleranzen und somit bei vereinfachter und rascherer Herstellung der Elemente eine zuverlassi-
ge Verbindung von miteinander zu verbindenden Elementen einer Leiterplatte erzielbar ist. Es
lassen sich somit beispielsweise in unterschiedlichen Verfahrensschritten hergestellte oder
herzustellende Elemente einer Leiterplatte einfach und zuverldssig auch im Hinblick auf die
Kontur von miteinander zu verbindenden Umfangsbereichen bereitstellen, so dal nicht die fur
ein PreRpassen erforderlichen engen bzw. genauen Herstellungstoleranzen beachtet werden
mussen, wie dies bei den eingangs genannten Ausfihrungsformen entsprechend dem Stand
der Technik erforderlich war. DarUber hinaus wird durch die Einhaltung eines Abstands auch ein
entsprechender Raum bzw. Freiraum insbesondere fur ein Einbringen eines Klebers zur Verfu-
gung gestellt, wodurch wiederum unter Vereinfachung der Bearbeitungs- bzw. Verbindungs-
schritte eine raschere Verbindung derartiger Elemente einer Leiterplatte und insbesondere
Automatisierung der Verbindung erzielbar bzw. méglich ist.

[0013] Unter Berucksichtigung der Gblicherweise geringe Abmessungen aufweisenden Elemen-
te einer Leiterplatte sowie von einzuhaltenden Produktionstoleranzen, welche auch im Rahmen
von automatisierten Herstellungsprozessen zu beachten sind, wird gemafR einer bevorzugten
Ausfuhrungsform vorgeschlagen, dal® der Abstand zwischen den zueinander gewandten und
miteinander zu verbindenden Umfangsbereichen mit maximal 500 ym, insbesondere maximal
200 pm gewahlt wird. Durch Einhaltung eines derartigen Abstands zwischen miteinander zu
verbindenden Umfangsbereichen wird sichergestellt, dal eine zuverldssige und relative Positi-

2/17



> gsterreichisches AT 12 320 U1 2012-03-15
V patentamt

onierung einzelner derartiger Leiterplattenelemente auch automatisiert erzielbar ist, wobei ein
derartiger Abstand auch unter Einhaltung von vergleichsweise groen Produktionstoleranzen
sicher erzielbar und einhaltbar ist. Darlber hinaus ermdglicht die Wahl eines derartigen erfin-
dungsgeman vorgeschlagenen Abstands auch ein einfaches und zuverléssiges Einbringen von
beispielsweise Kleber in zumindest Teilbereiche von miteinander zu verbindenden Umfangsbe-
reichen der miteinander zu verbindenden Elemente. Weiters erlaubt die Einhaltung eines derar-
tigen erfindungsgeman vorgeschlagenen geringen Abstands zwischen miteinander zu verbin-
denden Elementen auch die Bertcksichtigung von Anforderungen im Hinblick auf eine Miniatu-
risierung der herzustellenden Leiterplatten bzw. Leiterplattenelemente.

[0014] Fir eine ordnungsgemaRe relative Positionierung von miteinander zu verbindenden
Elementen wird geman einer weiters bevorzugten Ausflhrungsform vorgeschlagen, dal® mitein-
ander zu verbindende Elemente unter Bezugnahme auf wenigstens ein an einem der miteinan-
der zu verbindenden Elemente angeordnetes Ausricht- bzw. Registrierungselement angeordnet
und miteinander verbunden werden. Ein derartiges Ausricht- bzw. Registrierungselement kann
beispielsweise von einer Offnung bzw. Durchbrechung auf wenigstens einem von miteinander
zu verbindenden Elementen gebildet sein. FUr den Fall einer Bearbeitung bzw. Verarbeitung
von jeweils einer Vielzahl von gegebenenfalls jeweils aus mehreren Elementen bestehenden
Leiterplatten ist darUber hinaus bekannt, bei derartigen tafel- bzw. paneelartigen Anordnungen
von mehreren Leiterplatten eine entsprechende Mehrzahl von Ausricht- bzw. Positionierungs-
elementen zur Verfligung zu stellen, um derart eine zuverlassige Positionierung einer Mehrzahl
von Elementen zu ermdglichen.

[0015] FUr eine zuverlassige und rasche Verbindung von miteinander zu verbindenden Elemen-
ten einer Leiterplatte wird darlber hinaus vorgeschlagen, da® zum Verkleben ein thermisch
oder chemisch oder mittels UV-Licht oder IR-Licht aushartender Kleber verwendet wird, wie
dies einer weiters bevorzugten Ausflhrungsform des erfindungsgemaRen Verfahrens ent-
spricht.

[0016] Unter Bertcksichtigung der Elemente einer Leiterplatte und insbesondere im Hinblick auf
isolierende oder Kunststoffschichten einer derartigen, insbesondere mehrlagigen Leiterplatte,
welche entsprechend den gewahlten Materialien wahrend nachfolgender Bearbeitungsschritte
beispielsweise nicht Ubermalig hohen Temperaturen ausgesetzt werden durfen, wird geman
einer weiters bevorzugten Ausfihrungsform vorgeschlagen, daR ein thermisches Aushéarten des
Klebers bei einer Temperatur zwischen 80 °C und 300 °C vorgenommen wird.

[0017] Um eine zuverlassige und gezielte Anordnung des zur Verbindung der miteinander zu
verbindenden Elemente eingesetzten Klebers zu erzielen, wird gemaf einer weiters bevorzug-
ten Ausfihrungsform vorgeschlagen, daf ein Kleber hoher Viskositat verwendet wird. Ein derar-
tiger Kleber hoher Viskositat [&Rt sich entsprechend in die Abstande bzw. Freirdume zwischen
miteinander zu verbindenden Elementen einer Leiterplatte einbringen und verhindert insbeson-
dere ein Rinnen bzw. eine UbermaRige Verteilung im Bereich der Absténde, selbst unter Be-
rucksichtigung der vergleichsweise geringen Abstdnde der miteinander zu verbindenden Ele-
mente.

[0018] Fur eine besonders zuverlassige Aufbringung bzw. Anordnung des Klebers in den Ab-
stdnden von miteinander zu verbindenden Elementen wird darlber hinaus vorgeschlagen, daf
der Kleber mittels Ausgabevorrichtung bzw. Dispenser, Schablonendruck, Siebdruck oder dgl.
aufgebracht wird, wie dies einer weiters bevorzugten Ausfihrungsform des erfindungsgemafen
Verfahrens entspricht.

[0019] Um ein Verteilen des Klebers insbesondere unterhalb von miteinander zu verbindenden
Elementen zu vermeiden, wird gemal einer weiters bevorzugten Ausfuhrungsform vorgeschla-
gen, dal der Kleber lediglich Gber einen Teilbereich der Héhenerstreckung von Seitenkanten
der miteinander zu verbindenden Umfangsbereiche eingebracht bzw. angeordnet wird. Insbe-
sondere durch Wahl der entsprechenden Viskositat eines Klebers und unter Berlcksichtigung
des vergleichsweise geringen Abstands zwischen benachbarten und miteinander zu verbinden-
den Umfangsbereichen der miteinander zu verbindenden Elemente 1aRt sich sicherstellen, daR
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ein Ausfullen und Durchtreten des Klebers Uber die gesamte Héhenerstreckung des Spalts bzw.
Abstands zwischen miteinander zu verbindenden Elementen verhindert wird.

[0020] Fur eine insbesondere provisorische Positionierung beispielsweise bei Vorliegen einer
Mehrzahl von miteinander zu verbindenden Elementen, wobei beispielsweise ein Aushérten des
Klebers nach einer Anordnung einer Vielzahl derartiger Elemente vorgenommen wird, wird
gemal einer weiters bevorzugten Ausfihrungsform vorgeschlagen, dal® eine provisorische
Verbindung von miteinander zu verbindenden Umfangsbereichen unter Verwendung eines
entfernbaren Klebestreifens bzw. -etiketts ausgebildet wird. Derartige entfernbare Klebestreifen
bzw. -etiketten kdnnen einfach und zuverlassig positioniert werden und erlauben dartber hinaus
selbst nach einer Anordnung von miteinander zu verbindenden Elementen eine zumindest
geringflgige Korrektur der jeweiligen gegenseitigen Lage vor einer endgultigen Verbindung.

[0021] FUr eine zuverlassige Abstutzung der miteinander zu verbindenden Elemente wird ge-
maf einer weiters bevorzugten Ausfihrungsform des erfindungsgemaRen Verfahrens vorge-
schlagen, dal die miteinander zu verbindenden Elemente einer Leiterplatte zur Durchflihrung
des Verbindungsvorgangs auf einem Tragerelement angeordnet bzw. abgestitzt werden.

[0022] Fir eine Sicherung einer zumindest provisorischen Positionierung einzelner Elemente
auf dem Tragerelement vor einer endgultigen Verbindung von miteinander zu verbindenden
Elementen wird gemaR einer weiters bevorzugten Ausfihrungsform vorgeschlagen, da® die
miteinander zu verbindenden Leiterplattenelemente wahrend des Verbindungsvorgangs an dem
Tragerelement durch Anlegen eines Vakuums, durch ein Klemmen, durch ein Eintreten von von
dem Tréagerelement vorragenden Erhebungen bzw. Stiften in komplementére Ausnehmungen
der Elemente oder dgl. gesichert gehalten werden.

[0023] Zur wenigstens provisorischen Sicherung bzw. Positionierung der miteinander zu ver-
bindenden Elemente der Leiterplatte auf dem Tragerelement wird gemafl einer weiters bevor-
zugten AusfUhrungsform vorgeschlagen, da® die zu den abzustitzenden Elementen gerichtete
Oberflache des Tragerelements aus einem ein Verrutschen verhindernden Material, beispiels-
weise Silikon, Gummi oder dgl., gebildet bzw. damit beschichtet ist.

[0024] Insbesondere bei Verwendung einer Tragerschicht bzw. eines Tragerelements wird zur
Vermeidung eines Anhaftens bei einem Einbringen von Kleber bei insbesondere unbeabsichtig-
tem Durchtritt des Klebers durch den gesamten Freiraum zwischen den zueinander gewandten
Umfangsbereichen vorgeschlagen, dal3 unter den miteinander zu verbindenden Umfangsberei-
chen der miteinander zu verbindenden Elemente ein entfernbares Schutzelement, beispielswei-
se eine entfernbare Papierschicht angeordnet wird, wie dies einer weiters bevorzugten Ausfih-
rungsform des erfindungsgeméaRen Verfahrens entspricht. Ein derartiges Schutzelement, insbe-
sondere eine entfernbare Papierschicht 18Rt sich einfach und zuverldssig zumindest in Berei-
chen anordnen, in welchen wahrend des Verbindungsvorgangs miteinander zu verbindende
Umfangsbereiche angeordnet werden, und 18Rt sich einfach nach der Fertigstellung der Verbin-
dung wiederum von den miteinander verbundenen Leiterplattenelementen entfernen.

[0025] Durch die Bereitstellung eines Abstands zwischen miteinander zu verbindenden Elemen-
ten einer Leiterplatte, welcher nicht nur Vorteile im Hinblick auf eine Automatisierung der Positi-
onierung einzelner miteinander zu verbindender Elemente sondern auch eine Vereinfachung
der Herstellung derselben erméglicht, 1&3t sich entlang des einzuhaltenden Abstands zwischen
miteinander zu verbindenden bzw. bereits verbundenen Elementen auch eine gegebenenfalls
erforderliche Trennung derselben vornehmen. In diesem Zusammenhang wird gemagR einer
weiters bevorzugten Ausfuhrungsform vorgeschlagen, da miteinander verbundene Elemente
einer Leiterplatte beispielsweise zu Reparaturzwecken, insbesondere unter Einsatz eines Fra-
sers oder Lasers, entlang der miteinander verbundenen Umfangsbereiche voneinander getrennt
werden. Derart kdnnen beispielsweise kostspielige Elemente einer Leiterplatte bei einer Be-
schadigung aus einer derartigen Leiterplatte entfernt werden und durch neue Elemente ersetzt
werden, so daf nicht Leiterplatten bei einer lokalisierbaren Beschadigung lediglich eines Teilbe-
reichs vollstandig ersetzt werden mussen.
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[0026] Wahrend im wesentlichen geradlinige Umfangsbereiche von miteinander zu verbinden-
den Leiterplattenelementen durch die erfindungsgemaf vorgeschlagene mechanische Verbin-
dung, insbesondere Verklebung zuverldssig verbunden werden kdnnen, wird insbesondere fur
einen wechselseitigen Eingriff von Teilbereichen des miteinander zu verbindenden Umfangs
einzelner Elemente gemal einer weiters bevorzugten Ausfuhrungsform vorgeschlagen, daf
miteinander zu verbindende Elemente an miteinander zu verbindenden Umfangsbereichen
jeweils in an sich bekannter Weise mit wenigstens einem zueinander komplementéren Kopp-
lungselement ausgebildet werden. Derartige komplementére Kopplungselemente kénnen eben-
falls unter Berlcksichtigung des zwischen miteinander zu verbindenden Elementen einzuhal-
tenden Abstands mit entsprechenden groRen Produktionstoleranzen vereinfacht hergestellt
werden und erlauben ebenfalls eine im wesentlichen automatisierte Einpassung von miteinan-
der zu verbindenden Elementen, wobei Uber die komplementdren Kopplungselemente die
Positionierung erleichtert und die mechanische Festigkeit der Verbindung verbessert werden
kann.

[0027] In diesem Zusammenhang wird gemaR einer weiters bevorzugten Ausflhrungsform
vorgeschlagen, dal das wenigstens eine Kopplungselement eines miteinander zu verbinden-
den Elements von einem profilierten, von dem Umfangsbereich des Elements vorragenden
Kopplungselement gebildet wird, welches in einer komplementdren Ausnehmung des damit zu
verbindenden Elements unter Einhaltung des Abstands aufgenommen wird. Derart 14Rt sich
durch Vorsehen entsprechender Kopplungselemente insbesondere die mechanische Stabilitat
der Verbindung der miteinander zu verbindenden Elemente weiter verbessern bzw. erhéhen.

[0028] Insbesondere bei Anordnung bzw. Vorsehen von Rahmen- bzw. Tragerelementen zur
Aufnahme bzw. Halterung von Elementen einer Leiterplatte, welche beispielsweise aus einem
kostengunstigeren Material hergestellt und fur Be- bzw. Verarbeitungszwecke verwendet wer-
den kénnen, wird geman einer weiters bevorzugten Ausfihrungsform vorgeschlagen, dal3 ein
im wesentlichen rechteckiges Element einer Leiterplatte an jeweils einander gegeniberliegen-
den Umfangsbereichen mit jeweils wenigstens einem Kopplungselement versehen wird, wel-
ches mit jeweils einem Kopplungselement eines damit zusammenwirkenden Rahmen- bzw.
Tragerelements verbunden wird.

[0029] Wie bereits oben erwéhnt, ist es mdglich, mehrere zur Herstellung einer Leiterplatte zu
verwendende und miteinander zu verbindende Elemente beispielsweise in unterschiedlichen
Herstellungsschritten und beispielsweise mit unterschiedlichem konstruktiven Aufwand herzu-
stellen, so dal erfindungsgemafl darlber hinaus bevorzugt vorgeschlagen wird, dal3 eine
Mehrzahl von Elementen einer Leiterplatte voneinander beabstandet miteinander verbunden
wird.

[0030] Zur Lésung der eingangs genannten Aufgaben ist eine aus einer Mehrzahl von mitein-
ander verbundenen Elementen bestehende Leiterplatte im wesentlichen dadurch gekennzeich-
net, dal® wenigstens zwei miteinander zu verbindende Elemente der Leiterplatte an wenigstens
einem Umfangsbereich derselben unter Einhaltung eines Abstands miteinander mechanisch
verbunden, insbesondere verklebt sind. Wie oben ausgefuhrt, gelingt somit unter Einhaltung
von entsprechend groRen Produktionstoleranzen fir die miteinander zu verbindenden Elemente
gunstigerweise auch eine Automatisierung bei der Herstellung derartiger, aus wenigstens zwei
Elementen bestehenden Leiterplatten.

[0031] FUr eine ordnungsgemale mechanische Verbindung unter Einhaltung der Anforderun-
gen beispielsweise im Hinblick auf eine Miniaturisierung derartiger Leiterplatten wird dartber
hinaus bevorzugt vorgeschlagen, dal? der Abstand zwischen den zueinander gewandten und
miteinander zu verbindenden Umfangsbereichen mit maximal 500 ym, insbesondere maximal
200 um gewahlt ist.

[0032] Fur eine ordnungsgemaéafe wechselseitige Positionierung einzelner miteinander zu ver-
bindender Elemente wird darlber hinaus vorgeschlagen, daR miteinander zu verbindende
Elemente unter Bezugnahme auf wenigstens ein an einem der miteinander zu verbindenden
Elemente angeordnetes Ausricht- bzw. Registrierungselement angeordnet und miteinander
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verbunden sind, wie dies einer weiters bevorzugten Ausflihrungsform der erfindungsgemafen
Leiterplatte entspricht.

[0033] Fur eine zuverlédssige und einfache Verbindung wird darlber hinaus bevorzugt vorge-
schlagen, dal® zum Verkleben ein thermisch oder chemisch oder mittels UV-Licht oder IR-Licht
aushértender Kleber verwendet ist, wobei derartige aushartende Kleber im Rahmen der Herstel-
lung von Leiterplatten an sich bekannt sind.

[0034] FUr eine zuverlassige Verbindung wird darlber hinaus vorgeschlagen, dal der Kleber
lediglich Uber einen Teilbereich der Héhenerstreckung von Seitenkanten der miteinander zu
verbindenden Umfangsbereiche eingebracht bzw. angeordnet ist, wie dies einer weiters bevor-
zugten Ausflhrungsform der erfindungsgemafen Leiterplatte entspricht.

[0035] FuUr eine gegebenenfalls erforderliche Trennung insbesondere bei Feststellung einer
Beschadigung eines Teilbereichs einer erfindungsgemalen Leiterplatte wird dartUber hinaus
vorgeschlagen, dal® miteinander verbundene Elemente einer Leiterplatte beispielsweise zu
Reparaturzwecken, insbesondere unter Einsatz eines Frésers oder Lasers entlang der mitein-
ander verbundenen Umfangsbereiche voneinander trennbar sind, wie dies einer weiters bevor-
zugten Ausflhrungsform der Erfindung entspricht.

[0036] Fur eine einfache Positionierung und mechanisch stabile Kopplung bzw. Verbindung
miteinander zu verbindender Elemente wird dartber hinaus bevorzugt vorgeschlagen, daf
miteinander zu verbindende Elemente an miteinander zu verbindenden Umfangsbereichen in
an sich bekannter Weise jeweils mit wenigstens einem zueinander komplementéren Kopp-
lungselement ausgebildet sind, wobei in diesem Zusammenhang gemaf einer weiters bevor-
zugten Ausfuhrungsform bevorzugt vorgeschlagen wird, dal® das wenigstens eine Kopplungs-
element eines miteinander zu verbindenden Elements von einem profilierten, von dem Um-
fangsbereich des Elements vorragenden Kopplungselement gebildet ist, welches in einer kom-
plementéren Ausnehmung des damit zu verbindenden Elements unter Einhaltung des Abstands
aufgenommen ist.

[0037] DaruUber hinaus wird die Verwendung des erfindungsgeméRen Verfahrens zur Herstel-
lung einer mehrteiligen Leiterplatte unter Erflllung der oben genannten Aufgaben vorgeschla-
gen.

[0038] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in der beiliegenden Zeichnung schematisch
dargestellten AusfUhrungsbeispielen naher erldutert. In dieser zeigen:

[0039] Fig. 1 schematische Draufsichten auf unterschiedliche Ausfihrungsformen von mitein-
ander verbundenen Elementen einer erfindungsgemaéaRen Leiterplatte unter Ver-
wendung des erfindungsgemalen Verfahrens, wobei in Fig. 1a ein Element ei-
ner Leiterplatte ein weiteres Element teilweise umgreift, bei der Ausfuhrungs-
form gemaR Fig. 1b ein Element einer Leiterplatte vollstédndig von einem weite-
ren Element umgriffen ist, bei der Ausfuhrungsform gemaf Fig. 1¢c mehrere Lei-
terplattenelemente von einem gemeinsamen Element umgriffen bzw. umgeben
sind und bei der Ausfihrungsform gemaR Fig. 1d mehrere Leiterplattenelemente
an einander gegenuberliegenden Randern bzw. Kanten mit jeweils einem Rah-
men- bzw. Tragerelement verbunden sind bzw. werden;

[0040] Fig. 2 in vergroRertem Malistab schematische Ansichten von unterschiedlichen Aus-
bildungen von Kopplungselementen zwischen miteinander zu verbindenden Ele-
menten einer Leiterplatte;

[0041] Fig. 3 schematisch den Verfahrensablauf einer Verbindung von miteinander zu verbin-
denden Elementen einer Leiterplatte, wobei in Fig. 3a die Anordnung von mit-
einander zu verbindenden Elementen nebeneinander, in Fig. 3b das Aufbringen
eines Klebers zur Verbindung der miteinander zu verbindenden Elemente und in
Fig. 3¢ der Zustand dargestellt ist, nachdem der Kleber aufgetragen wurde;
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[0042] Fig. 4 in einer schematischen Draufsicht die relative Anordnung einer Mehrzahl von
Elementen einer Leiterplatte zueinander unter Bezugnahme auf wenigstens ein
Ausricht- bzw. Registrierelement;

[0043] Fig. 5 eine schematische Draufsicht auf ein Trégerelement zur Anordnung einer Mehr-
zahl von miteinander zu verbindenden Elementen einer Leiterplatte, wobei zur
provisorischen Festlegung ein Unterdruck bzw. Vakuum erzeugt bzw. angelegt
wird;

[0044] Fig. 6 eine schematische Darstellung einer abgewandelten AusfUhrungsform einer
Anordnung einer Mehrzahl von Elementen auf einem Tragerelement, wobei Fig.
6a einen schematischen teilweisen Schnitt darstellt und Fig. 6b eine schemati-
sche Draufsicht zeigt;

[0045] Fig. 7 eine schematische Ansicht einer Ausbildung einer provisorischen Festlegung
von zwei miteinander zu verbindenden Elementen unter Verwendung eines Kle-
bestreifens; und

[0046] Fig. 8 schematisch den Verfahrensablauf einer Verbindung und nachfolgenden Tren-
nung von zwei Elementen beispielsweise zu Reparaturzwecken und flr einen
Ersatz von einem von derart miteinander verbundenen Elementen.

[0047] Zu den Figuren wird einleitend angemerkt, dal® teilweise lediglich ein Teilbereich von
Elementen einer herzustellenden Leiterplatte im Bereich einer Festlegung von aneinander
festzulegenden bzw. miteinander zu verbindenden Elementen dargestellt ist. Weiters sind die
gegenseitigen Abmessungen insbesondere im Hinblick auf einen zwischen den einzelnen Ele-
menten vorzusehenden Abstand nicht malstabsgemé&l dargestellt. DarUber hinaus ist zur
Vereinfachung der Darstellung auf den einzelnen Elementen einer herzustellenden Leiterplatte
keinerlei Strukturierung angedeutet und es sind keinerlei gegebenenfalls festgelegte bzw. auf-
zunehmende Bauteile dargestellt.

[0048] In der Darstellung gemaR Fig. 1 sind unterschiedliche Mdglichkeiten einer Verbindung
von miteinander zu verbindenden Elementen einer Leiterplatte schematisch angedeutet, wobei
die dargestellten Mdglichkeiten lediglich Ausfihrungsbeispiele zeigen und keineswegs be-
schrankend auszulegen sind.

[0049] Bei der Ausfuhrungsform gemaR Fig. 1a wird, wie dies nachfolgend noch im Detail erér-
tert werden wird, ein im wesentlichen rechteckiges bzw. quadratisches Element 1 an zwei Um-
fangsseiten von einem damit zu verbindenden Element 2 umgeben, wobei zwischen den mit-
einander zu verbindenden Elementen 1 und 2 ein Abstand bzw. Spalt 3 angedeutet ist. Zuein-
ander gewandte Umfangsbereiche der Elemente 1 und 2 sind mit 28 und 29 bezeichnet.

[0050] Bei der Ausfuhrungsform gemaR Fig. 1b wird ein wiederum im wesentlichen quadrati-
sches Element 1 von einem ebenfalls im wesentlichen quadratischen Element 4 umgeben,
wobei beispielsweise das quadratische Element 1 im wesentlichen wiederum unter Einhaltung
eines Abstands bzw. Spalts 3 an im wesentlichen sadmtlichen Umfangsseiten aufgenommen
wird.

[0051] Bei der AusfUhrungsform gemaR Fig. 1c wird in einem gemeinsamen Element 5 eine
Mehrzahl von wiederum schematisch mit 1 angedeuteten Elementen aufgenommen, wobei
zwischen den einzelnen Elementen 1 wiederum ein Abstand bzw. Spalt 3 vorgesehen ist.

[0052] Die in den Fig. 1a bis 1c dargestellten, unterschiedlichen Elemente 1, 2, 4 und 5 einer
Leiterplatte kénnen beispielsweise in unterschiedlichen Herstellungsverfahren einer insbeson-
dere mehrlagigen Leiterplatte hergestellt werden und nach ihrer Fertigstellung, wie dies nach-
folgend im Detail erdrtert werden wird, zur Bereitstellung einer fertiggestellten Leiterplatte,
welche aus unterschiedlichen Teilbereichen bzw. Elementen besteht, miteinander verbunden
bzw. gekoppelt werden.

[00563] Bei der Ausfuhrungsform geman Fig. 1d ist angedeutet, da® eine Mehrzahl von Elemen-
ten 6 an jeweils einander gegenulberliegenden Umfangsbereichen bzw. Seitenrdndern 7 jeweils

7117



> gsterreichisches AT 12 320 U1 2012-03-15
V patentamt

mit schematisch mit 8 bezeichneten Kopplungselementen versehen ist, wobei die Kopplungs-
elemente 8 mit komplementaren Kopplungselementen 9 an Rahmen- bzw. Tragerelementen 10
zusammenwirken und verbunden werden. Auch bei der AusfUhrungsform gemaR Fig. 1d ist
ersichtlich, dal® im Bereich der Kopplungselemente 8 und 9 als auch des anschlieRenden Um-
fangsbereichs 7 der Elemente 6 sowie des Umfangsbereichs 11 der Rahmenelemente 10 je-
weils ein Abstand bzw. Spalt 3 vorgesehen bzw. beibehalten wird.

[0054] In Fig. 2 sind schematisch unterschiedliche Ausfuhrungsformen von Kopplungselemen-
ten gezeigt, welche unabhangig von ihrer geometrischen Form der Einfachheit halber wiederum
mit 8 bezeichnet sind, welche mit komplementaren Ausnehmungen 9 zusammenwirken. Wie
aus der Darstellung gemaf Fig. 2 ersichtlich, ist im Bereich der miteinander zusammenwirken-
den Kopplungselemente 8 und 9 jeweils wiederum ein Abstand bzw. Spalt 3 vorgesehen.

[0055] Wahrend bei der Darstellung gemag Fig. 1 Kopplungselemente 8 und 9 lediglich bei der
AusfUihrungsform gemafR Fig. 1d angedeutet sind, ist festzuhalten, dal? derartige Kopplungs-
elemente 8 und 9 von miteinander zu verbindenden Elementen, wie sie beispielsweise in Fig. 2
angedeutet sind, auch bei in Fig. 1a bis 1c dargestellten Ausfihrungsformen jeweils an den
Umfangsbereichen 28 und 29 zum Einsatz gelangen kénnen.

[0056] Darlber hinaus sind die in Fig. 2 lediglich beispielhaft dargestellten Ausfihrungsformen
von Kopplungselementen 8 und komplementéren Ausnehmungen 9 nicht beschrankend auszu-
legen.

[0057] Ein Verbindungsvorgang von zwei miteinander zu verbindenden Elementen wird in
gréRerem Detail anhand der Darstellung von Fig. 3 nachfolgend néher erldutert, wobei bei-
spielsweise fur eine Ausbildung, wie sie in Fig. 1d unter Verwendung von Kopplungselementen
8 und 9 gemaR Fig. 2a dargestellt ist, in Fig. 3 jeweils lediglich ein Teilbereich der miteinander
zu verbindenden Elemente gezeigt ist. Weiters ist in Fig. 3a, 3b und 3c jeweils auf der linken
Seite der Darstellung eine schematische Draufsicht auf einen derartigen Teilbereich einer Ver-
bindung von miteinander zusammenwirkenden Kopplungselementen 8 und Ausnehmungen 9
angedeutet, wahrend fur die einzelnen Verfahrensschritte zusatzlich auf der rechten Seite der
Darstellungen ein Schnitt entlang den Linien A-A, B-B und C-C angedeutet ist.

[0058] Bei dem in Fig. 3a dargestellten Verfahrensschritt ist ersichtlich, da® miteinander zu
verbindende Elemente, welche entsprechend der Darstellung gemaR Fig. 1d wiederum mit 6
und 10 bezeichnet sind, im Bereich ihrer zueinander komplementéren Kopplungselemente und
Ausnehmungen 8 und 9 relativ zueinander derart positioniert werden, daf im wesentlichen Uber
den gesamten Umfang der Kopplungselemente 8 und 9 sowie im Bereich der zueinander ge-
wandten Umfangsbereiche 7 und 11 jeweils ein Abstand 3 eingehalten wird, in welchen nach-
folgend ein Kleber eingebracht wird.

[0059] Der Abstand 3 wird derart gewahlt, dal er eine maximale Breite von 500 um, gunstiger-
weise 200 um aufweist, so dal mit groRen Produktionstoleranzen die miteinander zu verbin-
denden Elemente, welche gegebenenfalls zusatzliche Kopplungselemente 8 und 9 aufweisen,
hergestellt werden kdénnen. Eine Einhaltung eines derartigen Abstands von beispielsweise
maximal 200 um erlaubt dartber hinaus, wie dies insbesondere unter Bezugnahme auf Fig. 4
noch in gréRerem Detail dargestellt werden wird, auch eine Anordnung einer Mehrzahl von
Elementen, welche gegebenenfalls eine Mehrzahl von Leiterplatten ausbilden, auf einem ge-
meinsamen Tragerelement, welches flr eine weitere Bearbeitung, beispielsweise Bestlickung
herangezogen werden kann, wobei Toleranzen einer relativen Ausrichtung zwischen einer
derartigen Vielzahl von anzuordnenden Elementen von + 50 ym, insbesondere + 30 pym erziel-
bar sind bzw. eingehalten werden kénnen. Durch Vorsehen eines Abstands von maximal
200 um, in welchen nachfolgend ein Kleber eingebracht wird, |43t sich auch eine Automatisie-
rung beim Zusammenstellen und Verbinden von derart miteinander zu verbindenden Elementen
einer Leiterplatte erzielen, so daR auf aufwendige EinpaRvorgange von Elementen, welche
insbesondere manuell durchgeflihrt werden mussen, verzichtet werden kann.

[0060] Nach dem Anordnen der miteinander zu verbindenden Elemente in einer r&dumlichen
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Nahebeziehung zueinander, wie dies in Fig. 3a dargestellt ist, erfolgt beim Verfahrensschritt
gemaf Fig. 3b ein Aufbringen eines Klebers 12 beispielsweise mit einer Rakel 13 unter Ver-
wendung einer Schablone 14, so daR nach dem Aufbringen des Klebers 12 und einer Entfer-
nung der Schablone 14, wie dies im Verfahrensschritt gemaR Fig. 3c dargestellt ist, der Kleber
12 in den Spalt 13 zur Verbindung der miteinander zu verbindenden Elemente 6 und 10 einge-
bracht wurde.

[0061] Wie aus der Darstellung geméaB Fig. 3c ersichtlich, wird hiebei der Kleber 12, welcher
eine hohe Viskositédt aufweist, gunstiger Weise lediglich Uber einen Teilbereich der Héhen-
erstreckung des Spalts 3 eingebracht, so daR insbesondere bei einem Abstltzen der miteinan-
der zu verbindenden Elemente 6 und 10, wie dies nachfolgend unter Bezugnahme auf Fig. 5 im
Detail erértert werden wird, ein Durchtreten des Klebers 12 zur Unterseite der Elemente 6 und
10 somit ein Anhaften der Elemente an einem Tragerelement vermieden werden kann. Weiters
ist aus der Darstellung gemafR Fig. 3¢ ersichtlich, dal insbesondere in Abhangigkeit von der
Dicke der verwendeten Schablone 14 der Kleber 12 nur geringflgig Uber die Oberflache der
Elemente 6 und 10 vorragt, so dal® insbesondere nachfolgende Bearbeitungsschritte nicht
behindert oder beeintrachtigt werden.

[0062] Nach dem Aufbringen des Klebers, wie dies in Fig. 3¢ angedeutet ist, folgt beispielswei-
se ein Harten desselben unter Einsatz von Warme oder UV-Licht. Bei Einsatz eines thermisch
héartenden bzw. aushértenden Klebers 12 werden beispielsweise die Temperaturen zwischen
80 °C und 200 °C gewahlt, um insbesondere eine Beeintrachtigung der bereits fertiggestellten
Leiterplattenelemente zu vermeiden.

[0063] Zur Vereinfachung weiterer Verfahrensschritte wird dartber hinaus auch eine Anpas-
sung des Ausdehnungskoeffizienten des Klebers 12 an denjenigen der daran anschlieenden
Elemente 6 bzw. 10 vorgenommen.

[0064] Anstelle des in Fig. 3¢ angedeuteten Schablonendrucks kann der Kleber 12 beispiels-
weise durch einen Siebdruck oder auch durch ein Ausbringen im Bereich der zueinander ge-
wandten Umfangsbereiche 7 und 11 der miteinander zu verbindenden Elemente 6 und 10 auf-
gebracht werden.

[0065] Bei der Darstellung gemaR Fig. 3 ist darUber hinaus ersichtlich, da im wesentlichen
eine Anordnung des Klebers 12 und somit eine mechanische Verbindung zwischen den mitein-
ander zu verbindenden Elementen lediglich im Bereich der Kopplungselemente 8 und 9 vorge-
sehen ist. Alternativ kann insbesondere zur Erhéhung der Festigkeit der Verbindung der mitein-
ander zu verbindenden Elemente 6 und 10 im wesentlichen eine vollflachige Verbindung Uber
die gesamten Umfangsbereiche 7 und 11 der miteinander zu verbindenden Elemente 6 und 10
vorgesehen sein.

[0066] Durch ein derartiges Verfahren wird es beispielsweise mdglich, insbesondere unter
Erhéhung bzw. Verbesserung der Festigkeit einer Verbindung zwischen benachbarten Elemen-
ten 6 und 10 durch Unterstitzung der Kopplungselemente 8 und 9 eine Belastbarkeit von bei-
spielsweise 2 kg zur Verflgung zu stellen, wobei dies fir eine weitere Verwendung bzw. Bear-
beitung derartiger Leiterplatten ausreichend ist. Dartber hinaus wird gewahrleistet, da® auch
beispielsweise in nachfolgenden Be- bzw. Verarbeitungsschritten, wie beispielsweise Reflow-
bzw. Lotprozessen, beispielsweise zum Fixieren von Bauelementen keine Verédnderungen an
der hergestellten mechanischen Verbindung zwischen den miteinander zu verbindenden Ele-
menten 6 und 10 auftreten.

[0067] In Fig. 4 ist schematisch angedeutet, da® bei einer Positionierung einer Vielzahl von
Elementen 15 in einem gemeinsamen Element 16 insbesondere ausgehend von einem bei-
spielsweise von einer Bohrung bzw. Durchbrechung gebildeten Ausricht- bzw. Registrierele-
ment 17 jeweils unter Einhaltung des Abstands 3 von beispielsweise maximal 200 um eine
Ausrichtung derartiger benachbarter Elemente 15 unter Einhaltung einer Toleranz von = 50 um,
insbesondere + 30 um unter Bezugnahme auf an den einzelnen Elementen 15 zuséatzlich vor-
gesehenen Ausrichtelementen 18 und 19 erzielbar ist. Eine Einhaltung derart geringer Toleran-
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zen einer relativen Ausrichtung ist insbesondere flr nachfolgende Be- bzw. Verarbeitungsvor-
génge, wie beispielsweise Bestlickungsprozesse gunstig bzw. erforderlich, um ebenfalls insbe-
sondere automatisiert nicht ndher dargestellte Komponenten an derartigen Elementen 15 fest-
zulegen.

[0068] Bei der schematischen Darstellung geméan Fig. 5 ist ersichtlich, dal? auf einem schema-
tisch mit 20 bezeichneten Trégerelement, welches mit einer Vielzahl von Offnungen bzw.
Durchbrechungen 21 zur Ausbildung bzw. Anlegung eines Unterdrucks bzw. Vakuums durch
Anlegen einer nicht ndher gezeigten Unterdruckquelle ausgebildet ist, eine Mehrzahl von je-
weils miteinander zu verbindenden Elementen angeordnet wird, welche gemaR der Ausflh-
rungsform von Fig. 1d wiederum mit 6 und 10 bezeichnet sind.

[0069] Um einen Durchtritt eines Klebers im Bereich der Verbindung der miteinander zu verbin-
denden Elemente und somit ein Anhaften an dem Tragerelement 20 zu verhindern, ist dartber
hinaus in Fig. 5 angedeutet, dal im Bereich der Klebestellen eine Schutzschicht, beispielsweise
eine entfernbare Papierschicht 22 angeordnet wird, welche nach einem Verbinden der mitein-
ander zu verbindenden Elemente 6 und 10 selbst bei einem Durchtritt des Klebers Uber die
gesamte Hoéhenerstreckung der miteinander zu verbindenden Umfangsbereiche in einfacher
Weise wiederum entfernt werden kann, wodurch ein Anhaften an dem Tragerelement 20 und
insbesondere ein Verschmutzen desselben mit Kleber verhindert wird.

[0070] Bei der Ausfuhrungsform gemaR Fig. 6 ist ein Trégerelement mit 30 bezeichnet, wobei
von dem Trégerelement 30 Erhebungen bzw. Stifte 31 vorragen, welche fir eine zumindest
provisorische Sicherung von miteinander zu verbindenden Elementen in einem wiederum mit 6
bezeichneten Element durch schematisch angedeutete Offnungen bzw. Durchbrechungen 32
eintreten. Mit dem Element 6, welches durch ein Zusammenwirken der Stifte bzw. Erhebungen
31 und der Offnungen 32 provisorisch auf dem Tragerelement 30 gesichert ist, werden in weite-
rer Folge wiederum mit 10 bezeichnete Elemente, insbesondere Rahmen- bzw. Tragerelemente
verbunden, welche ebenfalls Uber schematisch mit 31 angedeutete Stifte in ihrer relativen Posi-
tionierung zu dem damit zu verbindenden Element 6 auf dem Tragerelement 30 gesichert sind,
welches der Ubersichtlichkeit halber in Fig. 6b nicht dargestellt ist. Zur Positionierung bzw.
Ausrichtung ist ein wiederum mit 17 bezeichnetes Ausricht- bzw. Registrierelement angedeutet.

[0071] In dem wiederum mit 3 bezeichneten Spalt zwischen den Elementen 6 bzw. 10 wird, wie
dies im Zusammenhang mit vorangehenden Ausfihrungsformen beschrieben wurde, wiederum
ein Kleber zur Verbindung der Elemente 6 und 10 eingebracht.

[0072] Bei der Darstellung gemaR Fig. 6 sind darUber hinaus die beispielsweise in vorangehen-
den Figuren zur Verbindung von Elementen 6 und 10 ergénzend vorgesehenen Kopplungsele-
mente nicht dargestellt bzw. kénnen weggelassen werden.

[0073] Anstelle und/oder zusatzlich zu dem in Fig. 5 gezeigten Halten bzw. Sichern der mitein-
ander zu verbindenden Elemente durch Anlegen eines Unterdrucks sowie durch die Positionier-
stifte 31 und die entsprechenden Offnungen bzw. Durchbrechungen 32 zur Aufnahme dersel-
ben gemaR Fig. 6 kann eine provisorische Sicherung an dem Tragerelement 20 bzw. 30 auch
beispielsweise durch ein Klemmen der einzelnen Elemente an dem Trégerelement bis zu einem
Aufbringen und insbesondere Ausharten des Klebers vorgesehen sein, welcher in den Abstand
bzw. Spalt 3 zwischen miteinander zu verbindenden Elementen 6 bzw. 10 einzubringen ist.

[0074] Darlber hinaus oder alternativ kann fir eine Sicherung einer Positionierung der mitein-
ander zu verbindenden Elemente 6 bzw. 10 die zu den miteinander zu verbindenden Elementen
6 bzw. 10 gerichtete Oberflache des Tragerelements 20 bzw. 30 aus einem rutschfesten Mate-
rial, wie beispielsweise Silikon, Gummi oder dgl. gebildet sein oder mit einem derartigen Materi-
al beschichtet sein. Derart kann insbesondere ohne zuséatzliches Vorsehen eines Anlegens
eines Unterdrucks, wie dies in Fig. 5 angedeutet ist, oder Vorsehen von zusétzlichen Positio-
nierstiften 31 und entsprechende Ausnehmungen bzw. Durchbrechungen 32, wie dies in Fig. 6
angedeutet ist, eine zumindest provisorische Sicherung und Positionierung der miteinander zu
verbindenden Elemente 6 und 10 zur Verflgung gestellt werden.
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[0075] Bei der Darstellung gemaf Fig. 7 ist schematisch angedeutet, dal? wiederum mit 6 und
10 bezeichnete, miteinander zu verbindende Elemente provisorisch Uber einen Klebestreifen
bzw. ein Klebeetikett 23 aneinander gesichert werden, wobei dieser Klebestreifen 23 nach
einem Verbinden der Elemente 6 und 10 wiederum entfernt werden kann.

[0076] Aufgrund des vorgesehenen Abstands bzw. Spalts 3 zwischen miteinander zu verbin-
denden Elemente einer Leiterplatte, welcher nicht nur eine Vereinfachung der Herstellung sowie
eine Automatisierung beim Zusammenfligen und Verbinden derselben ermdéglicht, wird es auch
maoglich, beispielsweise schadhafte und gegebenenfalls mit kostspieligen Bauteilen bestlickte
Elemente einer Leiterplatte insbesondere entlang der Verbindungsstelle bzw. -linie voneinander
zu trennen und insbesondere kostspielige Elemente einer Leiterplatte entsprechend zu erset-
zen.

[0077] In Fig. 8 ist ein derartiger Austausch- bzw. Reparaturvorgang schematisch angedeutet.

[0078] Ausgehend von zwei Leiterplattenelementen | und Il gemaR Fig. 8a, welche gemaf
Fig. 8b miteinander verbunden werden, wie dies beispielsweise in Fig. 3 im Detail dargestellt ist,
erfolgt bei dem Verfahrensschritt gemaR Fig. 8c ein Trennen der miteinander verbundenen
Leiterplattenelemente | und Il entlang der Verbindungsstelle 25 beispielsweise mit einem Fraser
oder einem Laser.

[0079] Nach einer in Fig. 8c dargestellten Trennung entlang der Kopplungselemente 8 und 9
kann das defekte Element || von dem Element | geldst werden, wie dies durch einen Pfeil 26 in
Fig. 8d angedeutet ist, wonach entsprechend dem Pfeil 27 in Fig. 8e ein neues Element Il
eingesetzt und Uber eine wiederum mit 12 bezeichnete Verklebung mit dem Element | verbun-
den wird.

[0080] Es lassen sich somit einfach und mit groRen Bearbeitungstoleranzen herzustellende
Elemente einer Leiterplatte sicher und zuverlassig und bei verringertem Arbeitsaufwand und
insbesondere mit der Méglichkeit einer Automatisierung des Anordnungs- und Verbindungsvor-
gangs miteinander verbinden.

Anspriiche

1. Verfahren zum Verbinden einer Mehrzahl von Elementen einer Leiterplatte, umfassend die
folgenden Schritte:

- Bereitstellen der miteinander zu verbindenden Elemente (1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 16, I, II, IlI)
einer Leiterplatte mit aufeinander abgestimmten Konturen,
- Anordnen der miteinander zu verbindenden Elemente (1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 16, |, Il, I} in

einer rdumlichen Nahebeziehung an wenigstens einem Umfangsbereich (7, 11, 28, 29)
mit zueinander komplementaren Kontur unter Einhaltung eines Abstands (3) zwischen
den zueinander gewandten Umfangsbereichen (7, 11, 28, 29), und

- mechanisches Verbinden, insbesondere Verkleben der zueinander gewandten Um-
fangsbereiche (7, 11, 28, 29) Uber wenigstens einen Teilbereich derselben zur Verbin-
dung der miteinander zu verbindenden Elemente (1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 16, |, Il, lll) der
Leiterplatte.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da® der Abstand (3) zwischen den
zueinander gewandten und miteinander zu verbindenden Umfangsbereichen (7, 11, 28, 29)
mit maximal 500 ym, insbesondere maximal 200 ym gewahlt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, da® miteinander zu verbin-
dende Elemente (15, 16) unter Bezugnahme auf wenigstens ein an einem der miteinander
zu verbindenden Elemente angeordnetes Ausricht- bzw. Registrierungselement (17) ange-
ordnet und miteinander verbunden werden.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, da? zum Verkleben ein
thermisch oder chemisch oder mittels UV-Licht oder IR-Licht aushartender Kleber (12)
verwendet wird.
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5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dal® ein thermisches Aushérten
des Klebers (12) bei einer Temperatur zwischen 80 °C und 300 °C vorgenommen wird.

6. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dal ein Kleber (12) hoher Viskosi-
tat verwendet wird.

7. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, da® der Kleber
(12) mittels Ausgabevorrichtung, Schablonendruck, Siebdruck oder dgl. aufgebracht wird.

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dafl} der Kleber
(12) lediglich Gber einen Teilbereich der Héhenerstreckung von Seitenkanten der miteinan-
der zu verbindenden Umfangsbereiche (7, 11, 28, 29) eingebracht bzw. angeordnet wird.

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daf3 eine proviso-
rische Verbindung von miteinander zu verbindenden Umfangsbereichen (7, 11, 28, 29) un-
ter Verwendung eines entfernbaren Klebestreifens bzw. -etiketts (23) ausgebildet wird.

10. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dal die mitein-
ander zu verbindenden Elemente (6, 10) einer Leiterplatte zur Durchfihrung des Verbin-
dungsvorgangs auf einem Tragerelement (20, 30) angeordnet bzw. abgestitzt werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, da® die miteinander zu verbin-
denden Leiterplattenelemente (6, 10) wahrend des Verbindungsvorgangs an dem Trager-
element (20, 30) durch Anlegen eines Vakuums, durch ein Klemmen, durch ein Eintreten
von von dem Tragerelement (30) vorragenden Erhebungen bzw. Stiften (31) in komple-
mentére Ausnehmungen (32) der Elemente (6, 10) oder dgl. gesichert gehalten werden.

12. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, da® die zu den abzustit-
zenden Elementen (6, 10) gerichtete Oberflache des Tragerelements (20, 30) aus einem
ein Verrutschen verhindernden Material, beispielsweise Silikon, Gummi oder dgl., gebildet
bzw. damit beschichtet ist.

13. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dal} unter den
miteinander zu verbindenden Umfangsbereichen der miteinander zu verbindenden Ele-
mente (6, 10) ein entfernbares Schutzelement (22), beispielsweise eine entfernbare Pa-
pierschicht angeordnet wird.

14. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, da? miteinan-
der verbundene Elemente (1, Il, Ill) einer Leiterplatte beispielsweise zu Reparaturzwecken,
insbesondere unter Einsatz eines Frésers oder Lasers, entlang der miteinander verbunde-
nen Umfangsbereiche voneinander getrennt werden.

15. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dal? miteinan-
der zu verbindende Elemente (6, 10) an miteinander zu verbindenden Umfangsbereichen
(7, 11) jeweils in an sich bekannter Weise mit wenigstens einem zueinander komplementa-
ren Kopplungselement (8, 9) ausgebildet werden.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dal® das wenigstens eine Kopp-
lungselement (8) eines miteinander zu verbindenden Elements (6) von einem profilierten,
von dem Umfangsbereich des Elements vorragenden Kopplungselement gebildet wird,
welches in einer komplementdren Ausnehmung (9) des damit zu verbindenden Elements
(10) unter Einhaltung des Abstands (3) aufgenommen wird.

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, da® ein im wesentlichen
rechteckiges Element (6) einer Leiterplatte an jeweils einander gegenuberliegenden Um-
fangsbereichen mit jeweils wenigstens einem Kopplungselement (8) versehen wird, wel-
ches mit jeweils einem Kopplungselement (9) eines damit zusammenwirkenden Rahmen-
bzw. Tragerelements (10) verbunden wird.

18. Verfahren nach Anspruch 15, 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, daf3 eine Mehrzahl
von Elementen (1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 16, |, Il, lll) einer Leiterplatte voneinander beabstandet
miteinander verbunden wird.
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19. Leiterplatte, bestehend aus einer Mehrzahl von miteinander verbundenen Elementen,
dadurch gekennzeichnet, daR wenigstens zwei miteinander zu verbindende Elemente (1,
2, 4,5, 6, 10, 15, 16, |, I, lll) der Leiterplatte an wenigstens einem Umfangsbereich (7, 11,
28, 29) derselben unter Einhaltung eines Abstands (3) miteinander mechanisch verbunden,
insbesondere verklebt sind.

20. Leiterplatte nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dal? der Abstand (3) zwischen
den zueinander gewandten und miteinander zu verbindenden Umfangsbereichen (7, 11,
28, 29) mit maximal 500 um, insbesondere maximal 200 um gewahlt ist.

21. Leiterplatte nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dal miteinander zu
verbindende Elemente (15, 16) unter Bezugnahme auf wenigstens ein an einem der mit-
einander zu verbindenden Elemente angeordnetes Ausricht- bzw. Registrierungselement
(17) angeordnet und miteinander verbunden sind.

22. Leiterplatte nach Anspruch 19, 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, dal zum Verkleben
ein thermisch oder chemisch oder mittels UV-Licht oder IR-Licht aushéartender Kleber (12)
verwendet ist.

23. Leiterplatte nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dal? der Kleber (12) lediglich
Uber einen Teilbereich der Hohenerstreckung von Seitenkanten der miteinander zu verbin-
denden Umfangsbereiche (7, 11, 28, 29) eingebracht bzw. angeordnet ist.

24. Leiterplatte nach einem der Anspriche 19 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dal? mitein-
ander verbundene Elemente (I, Il, 1ll) einer Leiterplatte beispielsweise zu Reparaturzwe-
cken, insbesondere unter Einsatz eines Frasers oder Lasers entlang der miteinander ver-
bundenen Umfangsbereiche voneinander trennbar sind.

25. Leiterplatte nach einem der Anspriche 19 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dal mitein-
ander zu verbindende Elemente (6, 10) an miteinander zu verbindenden Umfangsberei-
chen (7, 11) in an sich bekannter Weise jeweils mit wenigstens einem zueinander komple-
mentéaren Kopplungselement (8, 9) ausgebildet sind.

26. Leiterplatte nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, da® das wenigstens eine Kopp-
lungselement (8) eines miteinander zu verbindenden Elements (6) von einem profilierten,
von dem Umfangsbereich (7) des Elements vorragenden Kopplungselement gebildet ist,
welches in einer komplementdren Ausnehmung (9) des damit zu verbindenden Elements
(10) unter Einhaltung des Abstands aufgenommen ist.

27. Verwendung des Verfahrens nach einem der Anspriche 1 bis 18 zur Herstellung einer
mehrteiligen Leiterplatte.

Hierzu 4 Blatt Zeichnungen
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